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浙江众合科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

                                                            编号：2024-004 

投资者关系活动类

别 

 特定对象调研        分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

新闻发布会          □路演活动 

现场参观  

□其他（请文字说明其他活动内容） 

活动参与人员 

长白山股权投资 田立园、长白山股权投资 王铭尉、金

库骐楷 蔡宜韬、金库骐楷 钟玮玮、吉林资本 张馨邈、

赢之川 侯放、万润资本 吴东润、居正资产 杨志喜、澜

林投资 杨林启、杭州金投 陈文俊、台州城投 杨波、台

州城投 李政、东证创新 高玉凤、国泰租赁 白金旭、国

泰君安 伍魏等 12家机构 

时间 2024年 5月 14日（周二） 下午 13:30-16:00 

地点 
杭州市临安区青山湖街道胜联路 888号众合科技 3号楼

8楼 

上市公司接待人员 副总裁兼董事会秘书 何俊丽 

投资者关系活动主

要内容介绍 

一、由众合科技副总裁兼董事会秘书何俊丽女士对

公司概况、2023年公司经营情况、业绩情况和未来发

展规划进行了介绍。要点如下： 

1.整体经营情况 

公司实现整体营业收入约 23.25亿元，净利润

5754.66万元；其中扣非净利润 3472.37万元，同比增

长 39.69%。公司始终坚持技术驱动业务成长，近年来

随着业务的转型升级，研发投入逐年增长；2023 年公

司研发投入约 2.26亿元，同比上一年增长 15.6%，占

营业收入比例达 9.72%。 

2.各业务板块介绍 

智慧交通业务：2023 年，公司智慧交通业务新增

订单金额约 26.46亿元，已经连续两年实现当年度新增

订单超过 25亿元。信号系统全市场占有率排名从 2022

年的第三提升为行业第二；单从新建线路订单来看，公

司以 25.66%的市场份额排名第一。 

半导体材料：2023 年，公司下属控股子公司“海

纳股份”确立了“成为国内唯一一家功率器件用 8寸抛

光片独立第三方供应商”的定位，以及争取 3年内跻身

国内第一梯队的目标。同时，海纳股份顺利进入新三板

创新层，为迈向更高层次资本舞台蓄力。2023年，海

纳股份实现营业收入约 3.33亿元，净利润约 2450.35

万元。 
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数智化业务：2023 年，公司数智化业务实现营业

收入约 3.49亿元，较上年同期增长 20.92%；新增订单

约 2.45亿元。数智化业务完成了一系列布局：1、智能

化业务平台“智源科技”公司设立；2、算力服务平台

“玄度时空云”公司设立；庆阳时空大数据云中心项目

启动；智慧煤矿平台公司设立完成；交通强国专项试点

任务“综合运输服务‘一票制’信息融合与赋能平台技

术研发及示范应用”项目也已于 2024年初完成签约。 

3.未来发展规划 

总体经营思路：聚焦新质生产力的核心领域，围绕

数字经济、低空经济等关键着力点，持续推动公司以人

工智能 AI为驱动力，加快大数据、云技术、物联网及

行业大模型、垂直模型及算法等新技术、新架构、新组

合等在潜在市场的规模化应用，在以大交通存量场景基

础上，培育发展算力、低空经济、车路协同、智慧煤矿

等新兴产业和未来产业；基于自身技术要素禀赋及理念

优势，积极开发数据要素的价值，拓展数据资产相关的

产品与服务，实现在数智化转型过程中快速发展。 

具体事项上：落实非公开发行等资本化事项，资本

助力公司战略落地；推动成熟业务（轨交和半导体材

料）的规模化、高质量发展；进一步落实国际化战略，

赋能公司产品的市场能力；全力构建数字化核心技术能

力及其产业化能力，实现数智化及大健康新业务的高速

发展；加强队伍建设，积极储备人才资源；完善信披、

优化内控，促进上市公司高质量发展。 

二、回答投资者提问 

1.如何看待轨交业务的前景？ 

答：近几年轨交信号系统招投标金额都是稳定增长的，

2022年在 108亿元左右，2023年在 122亿元左右。行业

增量主要来自几个方面：1）全自动运行技术渗透率快速

提升，造价同步提升。2023 年开通全自动运行线路

252.17 公里，同比增长 55.22%，占全年新增线路的

29.1%。2）旧线改造正处于新一轮更新改造的初始阶段。

城轨信号系统的更新改造以 10-15年为周期，我国 2010

年及之前开通的非 CBTC 线路里程合计为 543.2 公里，

平均运营时长 13 年，该部分线路已经进入信号改造周

期。截至 2023年底，大中运能制式（地铁、轻轨、单轨、

市域快轨等）城轨交通开通运营城市共 42个，其中运营

15年以上的城市 10个；运营线路 21条，5-10年后将有

更多的城市和线路面临既有线改造任务。3）智慧交通是

未来交通行业的发展亮点。近两年我国智慧城市轨道交

通行业发展市场规模已达数百亿元。未来三年内，我国

智慧城市轨道交通市场将仍保持 20%的发展增速。 
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2.2023年各业务板块毛利率情况？ 

答：2023年公司智慧交通业务毛利率 30.03%，相比 2022

年略有提升；半导体材料业务毛利率 30.39%；数智化业

务毛利率 24.53%，同比增长 14.52%，主要原因为项目质

量提升。 

 

3.公司对海纳股份的资本运作规划？ 

答：海纳股份作为众合科技控股子公司，已于 2023 年在

新三板完成挂牌并调入新三板创新层。未来，海纳股份

将继续面向资本市场，完成独立融资及相关资本运作。 

 

4.公司管理层如何看待股权结构较为分散的情况？如何

保证公司股权结构的稳定性？ 

答：公司管理层致力于将公司打造为一家完全的公众化

公司，通过完善公司治理结构，提升公司信息披露质量

等方式让公司合规化、透明化经营，这个模式也是国际

上常见的。对于股权结构稳定性方面，公司采取的主要

措施如下：1）管理层正在通过员工持股、股权激励、个

人增持等方式不断增加持股数量，增强上市公司股权结

构稳定性；2）公司与博众数智、浙江大学教育基金会等

前十大股东保持较好的沟通，能够在重大事项决策上获

得股东方的支持。3）公司章程针对恶意收购有明确的规

定，在股东会和董事会均采取了一系列手段以避免恶意

收购的情况。4）公司建立了事业合伙人制度，能够提升

公司治理机制的运行效率，有效处理好“资本控制权和

经营管理权”两者关系以及解决员工激励等问题，同时

保证公司战略的有序推进以及决策层、经营管理层的长

期稳定。 

 

5.公司在轨交信号系统领域的行业竞争情况？跟交控科

技的竞争维度在哪些方面？ 

答：城轨信号系统领域第一梯队的行业竞争格局非常稳

定，前三家市占率基本上在 65%到 70%之间。卡斯柯排名

第一，众合科技和交控科技分别排名第二和第三。众合

科技和交控科技在不同的城市根据业务布局和资源情况

会有一些差异化的竞争优势；2023年，众合科技实现市

占率 20%左右，超过交控科技，行业排名第二。从新增新

建线路订单来看，众合科技以 25.66%的市场份额位居首

位。 

 

6.政策层面对轨交业务的促进作用主要有哪些？ 

答：近期政策层面一直在推动交通领域的设备更新改造，
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例如国家层面出台了《推动大规模设备更新和消费品以

旧换新行动方案》，浙江省也出台了《浙江省推进交通

领域大规模设备更新行动方案》，均提到了要更新交通

设施设备体系。具体到公司轨交业务，当前信号系统的

旧线改造正处于新一轮更新改造的初始阶段，重庆、成

都、杭州等很多城市的早期轨交线路已经进入更新改造

周期，在政策支持下，可能会加快旧线改造市场的释放。 

此外，交通数字化一系列政策的出台，也将促进公司在

新场景的业务拓展。例如在城轨云/大数据平台、智慧车

站以及智慧运维等领域均会提供新的业务增量。 

 

7.公司对算力中心的业务定位？ 

答：公司对算力和算力服务业务的定位，主要为公司和

产业链上下游的业务生态赋能。例如，未来在智慧交通

和智慧煤矿客户提供数字化解决方案时，可以加入算力

和算力服务的产品，包括行业数据大模型、基础算力服

务、数据治理等。在算力有富余时，也可以通过算力租

赁等形式对外出售。 

 

8.公司半导体业务的产能情况？山西基地什么时候能够

投产？ 

答：公司半导体材料业务目前的产能主要在开化基地和

日本子公司，新建的产能包括山西单晶生产基地和金华

浦江基地。山西单晶生产基地项目土建已完工，设备也

已完成安装，预计 2024 年开始试生产，逐步实现产能

爬坡，满产可实现年产 750 吨 6-8 英寸半导体级单晶

硅锭的生产；金华浦江抛光片基地项目已于 2023 年底启

动打桩，预计 2024年底达到设备 move in 状态，满产

后实现 6-8英寸 432万片/年。 

 

9.如何看待半导体行业前景？ 

答：半导体行业属于周期性行业，2023年受到地缘政治

冲突及全球经济衰退的影响，全球半导体市场仍处于行

业下行周期。从行业趋势上看，1）半导体材料国产替代

仍有较大空间，整体国产化率只有约 25%~30%；2）2023

年下半年全球半导体市场已经逐步回暖。世界半导体贸

易统计 (WSTS) 于 2023 年 11月上调全球半导体总营收

预期，预计 2024-2026 年分别达到 5,884/6,547/7,052

亿美元，同比增速分别为+13%/+11%/+8%。且，2023 年下

半年以来消费电子景气度回暖，工控、汽车、光储总体

平稳，上游功率半导体相关产品率先受益，由于半导体

材料需求与晶圆厂稼动率保持一定相关性，随着下游晶

圆厂稼动率逐步回暖，半导体材料需求有望于 2024 年迎
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来需求拐点。 

 

（本次活动中关于未来发展规划等前瞻性陈述,不构成

公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。） 

关于本次活动是否

涉及应披露重大信

息的说明 

否 

附件清单（如有，可

作为附件） 
无 

 

 

 

 

 


